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摘要(译)

一种用于超声探针的超声换能器阵列堆的衬块被形成为灌注有环氧树脂
的石墨泡沫的复合结构。环氧树脂渗透多孔泡沫结构至少一部分达到石
墨泡沫块的深度，并且在固化时为衬块提供良好的结构稳定性。复合石
墨泡沫衬块被结合到换能器的集成电路，以提供远离换能器的高导热性
和良好的声衰减或向后的声回响的散射。
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